不同制作、工艺条件对触摸屏传感器中的金属线路、金属桥点耐腐蚀性能的影响 


不同工艺、设备条件对触摸屏传感器中的金属线路、金属桥点耐腐蚀性能的影响
杨文娟1， 
（1.中国科学院合肥物质科学研究院固体所，合肥 230000）
摘要：工艺、设备条件是触摸屏传感器中金属线路、金属桥点的重要影响因素。在工艺和设备条件中，工艺压力、样品表面温度，靶材转速和镀膜功率等是影响薄膜性能的重要参数，直接影响着薄膜质量的优劣。而金属线路、金属桥点耐腐蚀性能是金属膜层的重要特性，直接决定了金属膜层的信赖性能。本文采用磁控物理溅射方法，在玻璃基底上沉积Al或其合金薄膜，通过对比研究了不同工艺压力、样品表面温度，靶材转速和镀膜功率对薄膜表面形态和耐腐蚀状态的影响。结果表明：最佳的工作压力，较低的样品表面温度，较低的旋转靶材转速和适度的镀膜功率下，薄膜表面形态更加致密，耐腐蚀时间最长。
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图表：
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表1  工艺压力与耐腐蚀时间样品条件表
Tab. 1  Sample condition of corrosion resistance on different process pressure
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图1  工艺压力与薄膜表面粗糙度
Fig.1 Thin film roughness on different process pressure

图2  工艺压力与耐腐蚀时间关系图
Fig.2 Corrosion time on different process pressure
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